
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 BCM Advanced Research 마더보드 및 서버 
솔루션은 규제 대상 산업을 위해 AI 가속, DDR5, PCIe 5.0 및 CXL 1.1을 긴 제품 수명 주기 동안 
제공합니다.

여러 (또는 모든) 산업은 데이터가 끊임없이 증가하고 워크로드가 점점 
복잡해지는 문제와 경쟁력을 유지하기 위해서는 AI와 머신러닝을 
수용해야 하는 필요성에 직면하고 있습니다. 인텔® 7 공정 기술 같은 혁신의 
결과는 그 어느 때보다도 코어 수가 많고 더 강력한 CPU와 PCIe 5.0 및 
CXL(Compute Express Link)을 통한 초고속 상호 연결로 이어졌습니다. 
하지만 규제가 심한 산업에 종사하는 조직이 이런 새로운 혁신을 
받아들이려면 긴 인증 주기 때문에 기다려야 함으로 인해 시장에서 고객 
수요에 대응하는 데 한 단계 뒤쳐집니다.

문제: 신제품 소개(NPI) 헤쳐 나가기 
제조, 헬스케어, 디지털 안전, 정부 및 항공 전자를 포함한 규제 대상 산업에서 신기술을 
배포하려면 각기 다른 일련의 인증을 미리 획득해야 합니다. 인증과 승인은 평균 2~3년이 
소요될 수 있으며, 이 시간 동안 조직이 기존 공급업체를 이용할 경우 제품 사이클이 끝날 수 
있습니다. 이런 조직은 수명이 5~7년 동안 지속되는 기술 솔루션에 장기적으로 액세스할 
수 있어야 합니다. 이런 산업은 엄격한 수정 관리 정책도 준수해야 함으로 인해 더 큰 문제에 
직면합니다. 즉, 솔루션에 대해 규제 승인을 받은 후 해당 솔루션의 구성을 변경하면 인증을 
잃을 위험을 감수해야 합니다.

솔루션: 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 BCM 플랫폼
BCM은 인텔과 긴밀하게 협력하여 고객이 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서를 제품 
수명 주기에 최대한 빨리 이용할 수 있도록 배포 경로를 간소화하고 있습니다. BCM HPM-
SRSUA/HPM-SRSDE 마더보드 및 HPS-SRSUA/HPS-SRSDE 서버 솔루션은 소켓당 
최대 52개의 프로세서 코어,1 내장된 AI 가속 및 보안 기능, DDR5 메모리, 그리고 CXL 1.1을 
사용한 PCIe 5.0 연결로 고객에게 획기적인 성능을 제공합니다. BCM의 영업 및 마케팅 
수석 부사장인 Tom Skibinski는 “BCM은 고객이 배포의 수명 주기 가치를 극대화하고 조기 
노후화를 방지할 수 있도록 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 출시에 관해 인텔과 보조를 
맞췄다”고 말합니다. 규제 대상 산업에 종사하는 고객은 4세대 배포의 가치를 극대화하고, NPI를  
더 효과적으로 관리하고, 다음 인증 주기가 도래하기 전에 5~7년 동안 최신 기술을 완전히 
이용할 수 있습니다.

솔루션 요약
규제 대상 산업을 위한 IoT

4세대 인텔® 제온® 스케일러블 플랫폼 혁신에 빠르고 
광범위하게 접근할 수 있도록 지원하는 BCM 

 “BCM은 고객이 배포의 수명 주기 
가치를 극대화하고 조기 노후화를 방지할 
수 있도록 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 
프로세서 출시에 관해 인텔과 보조를 
맞췄습니다.” 

—Tom Skibinski, BCM의 영업 및 마케팅 수석 부사장
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제조

로봇 공학, 어셈블리 라인 결함 
감지, 품질 관리

헬스케어

초음파, 의료 진단, AI 기반 병리학 
또는 방사선학

디지털 안전

스마트 시설, 출입 통제 및 
모니터링, 체크포인트 시스템

정부/항공

온보드 컴퓨터와 내구성이 강화된 
현장 장비

4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 BCM 솔루션의 이용 사례 예시

작동 원리

BCM은 엄선된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 제품을 

다양한 진입 지점에서 제공합니다. HPM-SRSUA 마더보드는 최대 
6개의 DDR5 4,800MT/s 슬롯과 최대 7개의 PCIe 5.0 슬롯(16핀 

슬롯 4개, 4핀 슬롯 3개)가 있는 싱글 소켓 ATX 보드입니다.  
HPM-SRSDE는 메모리 용량이 싱글 소켓 버전의 두 배인 듀얼 

소켓 EATX 보드입니다. 두 가지 제품 모두 완전 확장된 서버 랙 버전

(각각 싱글 소켓 HPS-SRSUA와 듀얼 소켓 HPS-SRSUA)으로 

제공됩니다.

제품 연속성과 긴 가용 수명을 저해하는 갑작스러운 
변화 감소2 
이 제품 시리즈는 긴 인증 주기에 익숙한 산업에서 유연성과 서버급 

성능을 제공하도록 설계되었습니다. Skibinski는 “컴퓨팅 연속성은 

새로운 제품 도입의 영향을 최소화해야 하는 당사 고객에게 가장 

중요하다”고 말합니다. 규제 대상 산업에 종사하는 비즈니스는 NPI 
또는 제품 수정에 여러 부서의 매우 많은 노력과 수많은 리소스를 

투입하므로, 새 솔루션을 통합하거나 배포 후에 사소한 조정만 

가하려고 해도 많은 비용이 들고 복잡해집니다.

비즈니스가 인증을 받으려면 2~3년을 기다려야 하기 때문에 

공급업체가 이후 세대로 넘어가서 공급망이 축소되는 경우가 

많습니다. BCM은 인텔이 4세대 IoT SKU의 긴 사용 가능 수명을 

통해 제품의 사용 가능 기간을 최대 10년까지 늘려 이 공백을 메울  

수 있습니다.2 BCM은 인텔과 협력하여 자사 제품 출시를 4세대  

인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 출시에 맞췄습니다. “BCM은  
4세대에 이미 일찍 보조를 맞췄다”고 Skibinski는 말합니다.  
 “고객은 최신 기술을 최대한 빨리 접하면서 가장 긴 제품 수명 주기의 

이점을 누릴 것입니다. BCM은 인텔의 도움으로 고객이 기술에서 

뒤쳐지지 않도록 보장하고 있습니다.”

BCM HPM-SRSUA의 특징:
•	4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

•	6x DDR5 4,800MT/s RDIMM 및 LRDIMM으로 최대 
384GB의 시스템 메모리 지원

•	IPMI 2.0(온보드 AST 2600 BMC 컨트롤러를 통해)

•	TPM 2.0 Nuvoton NPCT750AADYX

•	1x 인텔® I225-V 2.5GbE 이더넷, 선택 사항 2x 인텔®  
X550-AT2 10GbE 이더넷, 1x 인텔® I210-AT GbE

•	4x 16핀 PCIe 5.0 슬롯, 3x 4핀 PCIe 5.0 슬롯

•	1x M.2 M키 슬롯 - 1x SATA 또는 1x PCIe 3.0 x4  
NVMe SSD 지원

•	5x SATA III RAID 0, 1, 5, 10

•	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA

•	EMC 인증(EMI+EMS), FCC 클래스 B, PFOS, REACH

그림 1: 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 BCM  
HPM-SRSUA 마더보드. BCM은 메모리 용량이 두 배인 듀얼  
소켓 EATX 폼팩터 보드도 제공합니다.

2
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내장된 AI 가속 기능으로 더 쉬워진 혁신

AI와 머신러닝은 컴퓨터 비전 이용 사례에서 의료 진단, 로봇 공학 및 

개체 인식 같은 IoT 구현의 주요 성장 분야입니다. 4세대 인텔® 제온® 
스케일러블 프로세서는 내장된 AI 가속 기능과 인텔® Deep Learning 
Boost(인텔® DL Boost)용 새로운 AI 엔진인 인텔® Advanced 
Matrix Extensions(인텔® AMX)로 BCM 솔루션의 성능을 

높입니다. 이 엔진은 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 최적화와 
int8 및 BF16 데이터 유형 지원을 통합하여 빠른 AI 추론 성능을 

끌어냅니다. CPU의 AI 워크로드 처리 성능이 우수하여 분리형  
GPU의 필요성도 적어져서 구성이 더 가벼워지고 하드웨어 비용이  

더 절감될 수 있습니다.

성능이 우선인 곳에 더 많은 코어 
혁신적인 인텔® 7 공정 기술로 설계된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서는 코어를 최대 521개까지 제공하여 성능이 뛰어납니다. 4
세대 기반 BCM 마더보드는 고객이 기다려온 여러 핵심 기술을 도입합니다. Skibinski는 “4세대 인텔® 제온® 스케일러블 플랫폼은 마일스톤 

세대라고도 한다”며 “많아진 코어 수는 PCIe 5.0, DDR5 및 CXL 1.1의 도입과 함께 고객의 요구 사항을 모두 충족한다”고 말합니다.

더 효율적인 멀티태스킹, 더 큰 데이터 파이프라인, 데이터 일관성 

플랫폼은 DDR5 메모리, 인텔® Data Streaming Accelerator 
(인텔® DSA)를 사용하는 PCIe 5.0과 CXL 1.1의 도입으로 더 큰 

워크로드를 처리하고 데이터를 더 빨리 이동할 수 있습니다. 싱글 소켓 
BCM HPM-SRSUA 마더보드는 DDR5 4,800MT/s 모듈을  
6개까지 지원하는 한편, 이 제품의 듀얼 소켓 버전인 HPM-SRSDE는 
DDR5 모듈을 12개까지 지원합니다. 인텔® DSA로 향상된 PCIe 5.0 
인터커넥트는 맞춤 FPGA 가속기, 비디오 캡처 카드, NVMe SSD 및 

RAID 컨트롤러를 추가하는 대기 시간이 짧은 고대역폭 확장 방법을 

제공합니다.

CXL은 데이터 흐름 효율과 메모리 이용률을 높여 이런 추가 카드에 

모두 도움이 됩니다. CXL 1.1은 PCIe 5.0을 통해 연결된 호스트와 

외부 장치 사이의 메모리 풀링과 캐시 일관성을 지원하는 오픈 

인터커넥트 표준으로, 이를 통해 구성의 모든 CPU와 장치가 같은 

데이터 풀을 보고 그에 대해 조치를 취하여 메모리 할당 효율을 높이고 

유효 메모리 블록을 줄일 수 있습니다. 이 최신 세대에 도입된 CXL은 

시스템 최적화와 비용 절감의 새로운 가능성을 엽니다.

“4세대 인텔® 제온® 스케일러블 플랫폼은 마일스톤  
세대라고도 합니다. 많아진 코어 수는 PCIe 5.0,  
DDR5 및 CXL 1.1의 도입과 함께 고객의 요구 사항을 
모두 충족합니다.” 

—Tom Skibinski, BCM의 영업 및 마케팅 수석 부사장

4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 기반 BCM 시스템의 특장점 

긴 사용 가능 수명2

NPI 새로 고침 빈도 안정화, 
인증 비용 ROI 극대화, 
예기치 않은 변화의 위험 
감소.

최대 52 코어1로 성능 
향상3

더 벅찬 워크로드를 
처리하고 여러 구형 
시스템을 더 적은 수의 더 
강력한 시스템에 통합.

AI 가속 기능 내장
분리형 GPU의 필요성을 
줄일 수 있는 가능성으로 
고급 AI를 더 경제적으로 
배포.

DDR5 메모리,  
PCIe 5.0 및 CXL 1.1
데이터를 더 빨리 이동하고, 
앱을 동시에 더 많이 
실행하고, CPU와 PCIe 
연결 장치 간 효율적인 
메모리 공유 가능.

내장된 보안 기능
현장에 있는 취약 
시스템이나 네트워크 경계 
밖으로 나가는 민감한 
데이터를 보호할 수 있음.

1.33x
더 높은 성능3

4.25x
더 높은 AI 추론 성능, 
개체 감지에 인텔® AMX 
사용 시5

4세대 인텔® 제온®  
스케일러블 프로세서

3.01x
더 높은 AI 추론 성능, 
이미지 분류에 인텔® 
AMX 사용 시4

3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 대비.  
워크로드 및 구성은 intel.com/PerformanceIndex를  
참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.

3

https://edc.intel.com/content/www/kr/ko/products/performance/benchmarks/overview/
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칩 수준에서 시작하는 로버스트 플랫폼 강화

데이터 보안은 중요 시스템이 현장에 있고 물리적인 변조에 취약할 수 

있는 IoT 배포에 중요한 문제입니다. 보안은 비즈니스에서 데이터를 

캡처하고 처리와 분석을 위해 다른 곳으로 보내는 이용 사례(병리학 

검사 영상이 연구 목적으로 실험실로 전송되는 의료 환경 등)에도 더 

중요해지고 있습니다. 이런 사례에서, 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 

프로세서의 하드웨어 기반 보안은 운영체제(OS)보다 낮은 단계에서 

시작하는 보호로 BCM 구성을 강화하는 데 도움이 됩니다.

•	 인텔® Software Guard Extensions(인텔® SGX)는 워크로드를 

신뢰할 수 있는 메모리 엔클레이브에 격리하여 미사용 데이터와 

전송 중인 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

•	 인텔® Total Memory Encryption(인텔® TME)은 메모리 안에 

있는 모든 데이터(보안 키 포함)를 완전히 암호화하여 물리적인 
DIMM 제거에서 비롯되는 데이터 보안 침해를 방지할 수 있습니다.

•	 인텔® Platform Firmware Resilience(인텔® PFR)는 시스템 

버스 트래픽을 모니터링하고 플랫폼 무결성을 확인하고 손상된 

펌웨어를 복원하여 OS보다 낮은 단계에서 시작되는 공격을 차단할 

수 있습니다.

Skibinski는 “BCM은 정부 기관과 거래하면서 사이버보안이 가장 

중요한 시스템을 설계 및 제조하는 여러 시스템 통합업체 및 OEM과 

함께 일한다”며 “인텔® 프로세서에 내장된 보안 기능으로 이런 고객이 

필요로 하는 확신을 더 쉽게 심어줄 수 있고, 이런 확신이 없으면 

고객이 거래처를 바꿀 수 있다”고 말합니다.

결론: 최신 기술을 더 빨리 더 긴 수명 주기 동안 
사용할 수 있음 
Skibinski는 “BCM은 오래 전부터 수명 주기 액세스 문제를 겪는 
규제 대상 산업의 고객들을 섬겨 왔기 때문에 이런 고객이 직면하는 
어려움을 깊이 이해한다”며 “4세대 출시는 워낙 중대하기 때문에 
BCM은 이 제품을 최대한 빨리 사용할 수 있도록 하기 위해 열심히 
일했다”고 말합니다. BCM HPM-SRSUA 및 HPM-SRSDE 
마더보드와 전체 HPS-SRSUA 및 HPS-SRSDE 서버 솔루션을 
통해, 고객은 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서와 DDR5, PCIe 
5.0 및 CXL 같은 여러 획기적인 기술을 접할 수 있습니다. 하지만 
가장 중요한 사실은 BCM이 이런 솔루션을 인텔이 지원하는 연장된 
수명 주기와 함께 제공하여 규제 대상 산업이 인증과 관련된 많은 
어려움과 지연에도 불구하고 번영할 수 있도록 돕는다는 것입니다.

자세한 내용
BCM HPM-SRSUA 및 HPM-SRSDE 솔루션에 대해서는  
BCM 웹 사이트에서 알아보십시오.

intel.com/4thgenxeon-iot에서 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 
프로세서에 대해 자세히 알아보십시오.

고지 및 면책 조항 

1.	 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 플랫폼은 최대 60코어/소켓을 제공하며, IOTG 로드맵에서는 최대 52개 코어/소켓이 제공됩니다.

2.	 인텔은 로드맵 안내를 통해 제품의 가용성 또는 소프트웨어 지원에 대해 어떠한 약속이나 보증도 하지 않습니다. 인텔은 표준 EOL/PDN 프로세스를 통해 로드맵을 변경하거나 제품, 소프트웨어 및 소프트웨어 
지원 서비스를 중단할 권리를 보유합니다. 자세한 내용은 인텔 계정 담당자에게 문의하십시오.

3.	 intel.com/processorclaims: 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서에서 [N23]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.

4.	 intel.com/processorclaims: 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서에서 [N21]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.

5.	 intel.com/processorclaims: 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서에서 [N22]를 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.

가속기 사용 가능 여부는 SKU에 따라 다릅니다. 제품 세부 정보를 더 보려면 인텔® 제품 사양 페이지를 참조하십시오.
인텔은 인권을 존중하고 인권 침해에 연루되지 않도록 하기 위해 노력합니다. 인텔의 글로벌 인권 원칙을 참조하십시오. 인텔® 제품 및 소프트웨어는 국제적으로 인정되는 인권을 침해하지 않는 용도로만 사용해야 
합니다.
성능 결과는 구성에 표시된 날짜의 테스트를 기반으로 하며 공개된 모든 업데이트가 반영되어 있지 않을 수도 있습니다.
어떤 제품 또는 구성 요소도 절대적으로 안전할 수는 없습니다.
비용과 결과는 다를 수 있습니다.
인텔® 기술은 지원되는 하드웨어, 소프트웨어 또는 서비스 활성화가 필요할 수 있습니다.
인텔은 타사 데이터를 제어하거나 감사하지 않습니다. 정확성 평가를 위해서는 기타 소스를 참고해야 합니다.
© 인텔사. 인텔, 인텔 로고 및 기타 인텔 마크는 인텔사 또는 그 자회사의 상표입니다. 기타 명칭 및 브랜드는 해당 소유업체의 자산일 수 있습니다.
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BCM 소개  

BCM은 글로벌 기술 제공업체이자 인텔® Partner Alliance 
Titanium 회원사로서 광범위한 산업용 마더보드 및 시스템 
제품을 ODM/OEM 파트너를 위한 맞춤 설계 서비스와 함께 
제공합니다.

www.bcmcom.com 

4

https://www.bcmcom.com/product_high_performance_computing.html
https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/details/embedded-processors/xeon/4thgen.html
https://edc.intel.com/content/www/kr/ko/products/performance/benchmarks/processors/
https://edc.intel.com/content/www/kr/ko/products/performance/benchmarks/processors/
https://edc.intel.com/content/www/kr/ko/products/performance/benchmarks/processors/
https://ark.intel.com/content/www/kr/ko/ark.html
https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/policy/policy-human-rights.html
https://www.bcmcom.com/

